Crymujckn nporpam: EJIEKTPOTEXHUKA 1 PAYYHAPCTBO

Hazus npeamera: EJJEMEHTHU EJJEKTPOHCKHUX YPEBAJA

HacraBHuk: ap Muaan JI. BeckoBuh, 1ouent

Craryc npeamera: u3dopuu (u 3a Moaya 1 u 3a Moaya 2)

Bbpoj ECIIB: 6

Ycia0B: HEMa ycdioBa

Lnb npeamera: JlerasbHO yo3HaBame ca eieMEHTUMA eIeKTPOHCKUX ypehaja. CaBnagaBame TEXHUKE
MPOjeKTOBaka U aHAJIM3E Pajia eJIEMEHTAPHHUX SJICKTPOHCKUX ypehaja.

Hcxon mpeamera: [To3HaBame KOMIIOHEHTH U aHAJIM3E Pajia eNCKTPOHCKUX ypehaja, Kao v eeMeHTapHO
3HAE O MIPOJEKTOBAY SIIEKTPOHCKUX ypehaja.

Caap:kaj npeameTta:

Teopujcka Hnacmasa: Ortnopuunu. Konnensatopu. Ilpurymmune, KanemoBu, WHaykTopn w
Tpancopmartopu. Jlunuje 3a kammeme. Konekropu u Konekropcke Hampase. Ilpexupaun. Peneju u
Penejun  Ypehaju. Kume u Kabmosu. [luckpernn [lomynposomuuuku Enementn. CeHzopu u
[persapaun. llItammana u Muaterpucana Komna. Tepmucropu. Teopuja [Toy3panoctu.

Ipaxmuuna nacmasa: 3anaiy u3 odiaactu Enemenara Enexrponckux Ypehaja.

Jluteparypa:

1. Victor Meeldijk: “Electronic Components — Selection and Aplication Guidelines”, Wiley-
Interscience, New Ed edition, 1997.

2. Finn Jensen: “Electronic Component Reliability: Fundamentals, Modelling, Evaluation, and
Assurance”, John Wiley & Sons, 1996.

Bpoj yacoBa akTuBHe | Teopujcka HacraBa: 2 IIpakTnyHa HacTraBa: 2
HacTage:4

MeTtone uzBohema HacTaBe:
[IpenaBama u BexOe ce 00aBsbajy KIIACHYHO, WK y3 TOMON BHIEO0NM MPE3EHTAIIH]A.

Ouena 3Hamba (MakcuMaHu 0poj nmoexa 100)

IpenucnutHe odapeze | Iloena (Mun.30):50 3aBpIIHH MCITUT IToena (maxc.70):50
[IpucycTBO Ha HacTaBu 10 MUCMEHU UCIIUT 50
KOJIOKBH]YM 40




